
1 介绍

本手册描述了基于 NXP JN5189 无线微控制器模块的硬件参考设计。NXP JN5189
模块体积小、功耗低、性价比高，是 JN5189 芯片的评估和开发板原型设计和

演示。

JN5189 是一款超低功耗、高度集成的单芯片设备，它支持标准的 IEEE 802.15.4
射频连接，适用于便携式、极低功耗嵌入式系统。

JN5189 SoC 集成了一个在 2.4 GHz ISM 频段运行的无线电收发器，支持 O-
QPSK 调制，内含一个 Arm Cortex-M4 处理器，高达 640 kB 闪存，152 kB
SRAM 和 128 kB ROM，802.15.4 处理器硬件和外设以满足客户应用的需求。

本手册中提出的参考设计注意事项对于 JN5189 直接放置在产品 PCB 上的解决

方案同样有效。

三种模块型号可选：

• JN5189-001-M10

• JN5189-001-M13

• JN5189-001-M16

表 1 描述了可用的模型。

为了成功地完成自己的 PCB 设计，必须尽可能严格地遵循本参考手册中描述的

硬件指南。有关 JN5189 特性的进一步信息可在 JN5189 IEEE802.15.4 Wireless 
Microcontroller 数据表中获得。

JN5189-001- m10 模块已安装到夹层板（OM15077）上用于 JN5189 评估。该

模块称为 JN5189-001-T10。

1.1 目标

本指南面向系统设计者。

1.2 监管批准

JN5189-001-M10 和 M13 符合：

• RED 2014/53/EU

• CFR 47 FCC part 15

高功率 JN5189-001-M16 在欧洲不允许被使用，其符合：

• CFR 47 FCC part 15

2 参考设计

参考设计包包括每个模块的以下信息：
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• 参考手册：JN-RM-2078

• 原理图

• 布局

• 材料清单

完整的设计数据库包括原理图和布局源文件可再要求。

表 1 提供了 JN5189 模块参考设计的摘要，该设计可从 Wireless 获得。

表 1. 模块参考

编号 描述 内容 参考手册

JN-RD-6054

JN5189 模块参考

设计包

OM15069

标准功率

PCB 天线

JN5189-001-M10

JN-RM-2078JN5189 模块参考

设计包

OM15069

标准功率

µFl 连接器

JN5189-001-M130

JN5189 模块参考

设计包

OM15069

标准功率

天线多选（PCB 天线和 µFl 连接器）

JN5189-001-M16

 
这些参考设计允许的操作温度范围为 −40 ºC 到 +125 ºC。

注

3 框图

图 1. JN5189-001-M10 & M13 框图

图 2. JN5189-001-M10 & M16 框图
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4 设计注意事项

为了成功开发无线硬件，必须使其具备适当的封装设计、射频布局、电路匹配、天线设计和 RF 测量能力。RF 电路设计、布局和

天线设计是需要有丰富的射频经验和专用的设计工具。有了 NXP 提供的硬件参考设计、RF 设计注意事项和本应用说明所包含的

指导原则，硬件工程师可以成功地设计出具有良好性能水平的 IEEE 802.15.4 无线电路板。图 3 显示了 JN5189 M10 和 M13参
考模块。它们包含 JN5189 设备和所有必要的 I/O 连接。

图 3. JN5189-001-M10 & M13

图 4. JN5189-001-M16

设备的封装设计和布局是至关重要的，如果设计不当，RF 性能将受到影响。由于这些原因，使用 NXP 推荐的 RF 硬件参考设计

对于成功的电路板性能是重要的。此外，参考设计已经针对无线电性能进行了优化。元件位置的微小变化都可能使电路出错。如

果使用参考设计，灵敏度、输出功率、谐波和杂散辐射和范围，则一次成功的可能性很高。

下面的小节描述了开发无线硬件设计时的重要考虑事项，从设备封装、PCB 板层、RF 电路实现和天线的选择。下图显示了一个

典型的布局的例子，关键的 RF 部分，必须准确的复制以达到最佳无线电性能。允许在不降低无线电性能的情况下修改不太关键

的布局区域。

 
这个文档中没有给出确切的尺寸，但是可以在 JN5189 模块的制造文件中找到。

注

NXP Semiconductors
 | 设计注意事项 | 

JN5189 模块开发参考手册, 版本 1.4, 2019 年 11 月 26 日
用户指南 3 / 24



4.1 JN5189 封装

无线连接的性能在很大程度上受到封装的影响。因此，创建一个封装需要格外注意，以便接收机灵敏度和输出功率性能的最大化。

为了确保射频的匹配和使用最少数量的匹配器件，NXP 强烈推荐复制下列封装和管教设计，同时也包括通孔位置。这些参数的偏

离会导致性能下降。

图 5. 封装区域的关键布局

图 5 显示了关键布局的区域：

• 接地，过孔的位置

• RF 线和 GND 布局

• 接地 PAD

4.2 PCB 板层

复杂性是决定应用板的设计是两层、四层还是更多层的主要因素。从 RF 的角度来看，四层 PCB 是首选。然而在一个非常简单的

应用程序中，同样可以使用两层 PCB。

对于四层或两层板的设计，推荐的板层如下：

• 四层：

— 顶层：RF 传输线

— 第二层板：RF 参考接地

— 第三层板：DC 电源

— 底层：信号线

• 两层：

— 顶层：传输线、信号线和 RF 走线

— 底层：RF 参考接地、信号路和 GND

JN5789-001-M10、JN5189-001-M13 (OM15069) 和 JN5189-001-M16 (OM15062) 模块构建在标准的四层印刷电路板（PCB）
上，各个层的组织如 图 6 所示。
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图 6. PCB 板层

 
NXP PCB 布局使用了上面定义的层如图 6。如果使用了不同的 PCB 板层，那么 NXP 不能保证性能。NXP 强烈建

议使用上述堆栈。

注

如图 6 所示，对于传输线，重要的是不仅是要复制电路的物理布局，还包括要复制 PCB 板层。传输线下介质基板厚度的任何微

小变化都会引起阻抗的显著变化;所有这些信息都可以在每个板设计的制作笔记上找到。举个例子，有一个 50 Ω 的微带轨迹，

比 10 mil 宽的 FR4 宽了 18 mil。

如果 FR4 的厚度从 10 mil 改成了 6 mil，其阻抗只会有 36 Ω 左右。

在任何情况下，必须根据 PCB 特性重新计算 RF 线的宽度，以确保 50 Ω 的特性阻抗。

当顶层电介质变得太薄时，即使所有的尺寸都是正确的，这些层也不能作为正确的传输线。对于发生这种情况，业界并没有统一

的协议，但 NXP 更倾向于使用不小于 8-10 mil 厚度的顶层介质。

PCB 生产商控制 PCB 线宽的最小宽度和介电层的最小厚度的能力也是有限的。+/-1 mil 对 18 mil 的线宽和 10 mil 厚的介电层的

影响要小于更窄的线宽和更薄的顶层的影响。

这可能是一个潜在的问题。在最初生产板数量有限的情况下，设计看起来是没问题，PCB 都是在同一个批次中制造的。然而当产

品进入批量生产时，每批次的 PCB 制造可能会发生变化，这可能会降低性能。

使用正确的基板，如介电常数为 4.4 的 FR4，将有助于实现良好的 RF 设计。

虽然对板的设计没有特殊的措施，但建议使用 1 级公差。

4.3 RF 电路拓扑与匹配

NXP 总是建议设计者直接复制现有的 NXP 参考设计。这既适用于电路部分(原理图)的设计，也适用于 PCB 布局。对于所有的 RF
设计，特别是在 2.4 GHz 频率的设计，PCB 走线是设计本身的一部分。即使很短的走线也有少量的寄生 (通常是电感)，这需要在

电路的其余部分进行补偿。

布局上的一个小变化，或者在较低频率下可能是一个小的变化，实际上在 2.4 GHz 时可能是一个显著的变化。例如我们需要考虑

PCB 上的走线，比如 JN5189-001M1x 模块，大约是 0.8 nH / mm。在较低频率下，这没有影响，但在 2.4 GHz 时，这对任何匹

配电路都有很大影响。

NXP 参考设计中使用的电路都是在参考设计的实际布局上进行调整和优化的，这样最终的器件值有考虑到电路板走线的影响，以

及 PCB 引入的其他寄生效应。这包括诸如元件间的寄生电容、间距和/或板铜层、间距和接地的电感、元件的非理想效应和附近

的物理物体等问题。

基于 JN5189 模块的 RF 部分的布局关键。必须严格遵守参考设计，否则可能发生下列情况：

• RF 输出减少

• 过多的杂散输出导致 RF 认证问题

• 较差的通讯距离

• Rx 灵敏度降低
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4.4 传输线

传输线有几种类型，如微带、共面波导和带状线。对于建立在 FR4 基片上的 802.15.4 应用，传输线的类型通常采用微带或共面

波导（CPW）的形式。这两种结构由板材料的介电常数、走线的宽度和走线层与 GND 层之间的板厚决定的。

此外，对于 CPW，传输线由顶层线宽，线距和顶层与第二层板厚来决定阻抗参数。这些参数被用来定义传输线的阻抗特性，传输

线用于在无线电和天线之间传 RF 能量。

JN5189 具有单端 RF 输出，由一个并联电容器、一个串联电感器和另一个并联电容器组成的三个元件匹配网络。此外有一颗 0 Ω
电阻放置在芯片的 RFIO 端口和第一颗电容器之间。这些元件将器件阻抗转换为 50 Ω。这些组件的作用可能会根据 PCB 板布局

而变化。推荐的射频匹配网络如 图 7 所示。

应避免信号和电源走线靠近或平行于 RF 传输线或晶体信号。完整的 GND 对于阻抗特性至关重要。同时应保持 RF 轨迹尽可能短。

图 7. RF 匹配网络

4.5 组件

所有的电子元件都有寄生特性，如果以一种不理想的方式工作。通常随着操作频率的增加，这些影响会变得更糟。

对于大多数部件供应商来说，这种质量是通过自谐振频率（SRF）规范来表示的。例如，电容器有由元件的金属引线引入的寄生

电感。随着频率的增加，在某一时刻，由于寄生电感的阻抗大于电容器的阻抗，并且在大于等于该频率时，元件不再作为电容器，

而作为电感。当电感元件和电容元件的阻抗相同时，该元件将以 LC 并联谐振电路的形式产生共振，这称为自谐振频率。图 8显
示了一些典型的响应曲线。
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图 8. Murata GRM1555 型 3pF 陶瓷电容器 RF 图

电感器也是如此。电感器中存在寄生电容，主要是由于线圈之间的电容耦合。在频率的某一时刻，这个电容的阻抗将高于该部分

的电感。器件电容器而不是作为电感器。

物料清单（BOM）可用于所有 NXP 参考设计。BOM 显示了 NXP 设计中使用的具体供应商和零件编号。当然可以替换其他厂商的

零件，但这可能会影响电路的性能，因此，当使用来自其他厂商的零件时，可能需要使用不同的元件值。

如果在新设计上存在性能问题，并且在该设计上进行了部件替换，那么强烈建议将与 NXP 参考设计中使用的相同的组件放在新设

计上，以进行测试。一旦设计与 NXP 所使用的相同组件正常工作，那么就有可能一次替换其他供应商的组件，并测试是否会对电

路性能造成影响。

4.6 GND 层
建议在第二层上使用地，假设 RF 元件和传输线使用第一层（顶层）；避免该区域的断路或插槽。

尽量保持地面连续。这也适用于其他层。

用大量通孔将组顶层的接地连接到下面的接地上。

地面倾斜或金手指会充当天线，无意间发生辐射。为了避免这种情况，在这个频率上相当于一颗。

4.7 完整层

通常情况下，对于一个 1.6 mm 厚的 PCB 材料，一个导通孔可以增加 1.2 nH 的电感和 0.5 pF 的电容，这取决于导通孔的尺寸和

PCB 的介电材料。

小心地将任何层的所有地面区域连接到 GND 层。
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4.8 DCDC 组件

确保最小值的电容器 C12 和 C10 放置在靠近 VBAT Pin。

C10/C12 和 C19 之间的连接走线必须尽可能短，可以直接连接到芯片的 GND PAD（参见 图 9 中的红色路径）。 

DCDC 参考设计上的 R2 封装需要在其周围的 GND 上增加 via 到 GND 层。

图 9. C10/C12 和 C19 间的 GND 路径

4.9 参考振荡器

NXP JN5189 内部包含必要的器件层与层之间的连接，只是一个选项，可以忽略。

不需要额外的电容器，因为 JN5189 包括一组可调整负载电容（CL）。

外部的晶体有很多用途，包括为 32 位 Arm 处理器、PHY 控制器、无线电合成器和模拟外设提供参考。此外，晶体提供了外部

I/O（例如，芯片上的 UART）和计时器计数器的时钟参考。因此正确确定晶体以确保系统正常运行是非常重要的。

晶体谐振腔的选择是重要的，原因如下:

• 谐振振荡器：从芯片计时到无线电中心频率的许多参数，都直接从晶体的精度中得到。如元器件清单所示，我们建议使用小

于 ± 25 ppm 的总公差的精度，因为 IEEE802.15.4 规定的最大允许偏差为 ± 40 ppm。此外请注意，去匹配外部的振荡

器，只需一个外部的 32 M 晶体振荡器。

• 谐振器负载电容：JN5189 精度负载电容（CL）为 6 pF 的晶体谐振器设计的，该晶体谐振器为标准负载，该类谐振器广泛

使用。

布局建议：

在温度和老化情况下同样需要保证频率的偏差。到 JN5189 XTAL 引脚的走线应尽可能短。通过减少外部寄生电容来提高振荡器的

性能，寄生电容会引入频率误差。

XTAL 应该远离高频器件和走线，以减少 XTAL 引脚和 PCB 之间的电容耦合。

同时尽量保持其他数字信号线尽可能地远离晶体，特别是时钟线和频繁开关的信号线。

 
遵循 NXP 的建议将确保模块能够正确工作。不建议更换元件，因为这可能会导致振荡器启动和频率公差问题。

注
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4.10 去耦

4.10.1 一般注意事项

尽量靠近 IC 的电源引脚。

确保每个去耦电容器都有自己的接地通路。在可能的情况下，使用两个通孔将电容器连接到 GND 层。

图 10. GND 通道布局

电容较小的电容必须放置在靠近 IC 的位置。

去耦电容必须放置在主供电线路和供电引脚之间，如 图 11 所示：

图 11. 去耦电容的位置

4.10.2 VDD(RADIO), FB, VDD_PMU, VDDE 和 VBAT 的去耦

晶体引脚如下所示。
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图 12. VDD(Radio) 去耦

图 13. FB 和 VDD_PMU 去耦
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图 14. VDDE 去耦

图 15. VBAT 去耦

4.11 去耦电容

当两根走线接近时，它们可以通过这些走线产生的电容。

为了尽量减少这种寄生耦合的影响，避免敏感的走线区域（RF 轨迹、振荡器、电源线……），并将它们与任何有可能产生寄生的

信号分开。

4.12 GPIO
尽可能复制去耦电容放置的位置。

4.13 屏蔽罩

JN5189 抗 EMC 干扰能力非常强大，因此原则上不需要屏蔽。不过在 NXP 模块上已经增加了一个屏蔽，NXP 也建议布线隔离。

在非常特殊的情况下，如非常嘈杂的环境下，添加一个屏蔽罩是有帮助的。
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5 模块上 PCB 放置的最佳位置

如果 JN5189 安装在类似于 NXP JN5189-001- m10 的模块上，则在将该模块安装到另一个 PCB 上时必须注意。

天线周围的区域必须远离导体或其他金属物体，绝对不小于 20 毫米。这对 PCB 的所有层都是适用的，而不仅仅对于顶层。任何

靠近天线的导电物体都会严重干扰天线的方向性。

图 16 显示了各种可能的场景。前三种情况是正确的；接地线可以放置在 JN5168-001-M00 模块的下方，接地线不能伸出模块 
PCB 的顶层接地线的边缘。

下面三种情况是不正确的；左边的例子是因为在天线下面有接地板，中间的例子是因为在天线周围没有足够的间隙（最好在天线

附近没有导体），最后右边的例子在隔离区域有一个电池。

图 16. 带印刷天线的 JN5189 模块的 PCB 放置

6 制造注意事项

在使用回流焊技术时，必须仔细考虑 HVQFN 封装。包占用空间信息可以在 JN5189 数据表中找到。

贴纸如 图 17 所示。四周的 Pin 脚采用 0.25 mm × 1 mm，中间 Pin 采用 6.4 mm 的方形 PAD。
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图 17. 推荐用于 HVQFN40 40 引脚 QFN 的钢网

所使用的焊料如所 图 19 示。对于四周的 PAD，垫块大小为 0.25 mm * 1 mm，四个 1.6 mm 的方形垫块用于将膏体涂抹在

钢网上。锡膏掩膜厚度为 6-thou（0.152 毫米）。如果膏体厚度偏离了 NXP 的推荐，那么可能需要改变膏体应用到的衬垫的数

量。膏体的厚度可以由使用的附加组件决定。

当布局完成时，必须小心处理防焊区，NXP 生产线上使用的特定连接（见 图 18）。

图 18. 额外测试引脚
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图 19. 用于 HVQFN40 40 引脚 QFN 的锡膏模具

图 20. 在 HVQFN40 40 引脚 QFN 的翼板的通孔

钢网上装有 25 个孔。在 PCB 上增加屏蔽罩，目的是过量的锡膏和加热空气从设备排出，防止在焊接期间设备被抬起。此外这些

通孔确保了低阻抗接地，这是得到最佳 RF 性能的关键。

7 规章

以下资料根据《Radio Equipment Directive 2014/53/EU》第 10.8 条提供:

1. 设备运行的频带。

NXP Semiconductors
 | 规章 | 

JN5189 模块开发参考手册, 版本 1.4, 2019 年 11 月 26 日
用户指南 14 / 24



2. 所发射的最大射频功率。

PN RF 技术 频率范围（EU） 最大发射功率

JN5189-001-T10 IEEE 802.15.4 2400 - 2483 MHz 11 dBm

欧洲一致性声明

（《Radio Equipment Directive 2014/53/EU》第 10.9 条简化 DoC 格式）

该设备，即 JN5189-001-T10 模块，符合 Radio Equipment Directive 2014/53/EU。

该仪器的欧盟合格声明全文可在 JN5189-001-T10 找到。

8 示意图检查表

表 2. 原理图设计检查表

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

1 整体

1.1 是否与 NXP 参
考图表和注释

进行了核对？

1.2 意向图是否被

多人审阅？

1.3 应用程序使用

非标准组件

吗？（例如，

以前未用于此

类应用程序的

组件）

1.4 是否对非标准

组件进行了认

证，以便它们

可以在应用程

序中使用？

1.5 对于布局/形式

因素的建议是

否写在图纸

上？

1.6 组件的大小是

否符合当前驱

动器的要求？

1.7 是否检查了

JN5189 符号钉

扎，它是否包

括暴露的焊

盘？

下页继续...
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表 2. 原理图设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

2 RF IO

2.1 RF_IO 输入/输
出线的特性阻

抗在全 RF 范
围内为 50 Ω
吗？

2.2 型号和正确值

的组件是否已

连接到

JN5189 的 RF
端口？

2.3 对于外部 FEM
模块，谐波抑

制是否需要额

外的滤波？

3 32 MHz 晶体

参考振荡器

3.1 振荡器的外部

配置是否符合

应用说明？

3.2 NXP 是否推荐

XTAL 型号？

3.3 如果 XTAL 模型

未被 NXP 推

荐，是否检查

了所有参数以

满足 NXP，标

准和应用要求

(负载电容，拉

伸灵敏度，等

效电阻，频率

公差，温度范

围，频率漂移

与温度，老

化)?

4 32 kHz 晶体振

荡器

4.1 是否讨论了

32khz XTAL 的

需要?(Zigbee
的规格可以不

需要外接

XTAL)？

下页继续...
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表 2. 原理图设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

4.2 如果 32khz
XTAL 振荡器已

经应用 XTAL
模型，其是否

被 NXP 推荐？

4.3 如果 XTAL 模

型未被 NXP 推

荐，是否检查

了所有参数以

满足 NXP，标

准和应用要求

(负载电容，拉

伸灵敏度，等

效电阻，频率

公差，温度范

围，频率漂移

与温度，老

化)?

5 供电

5.1 所有的 VDD 引

脚都按照 NXP
的建议连接好

了吗？

5.2 电源稳压器/电
池的尺寸合适

吗？

5.3 电源调节器/电
池输出的去耦

是否已实现？

5.4 集成电路的电

源引脚是否已

正确去耦(根据

应用说明及参

考设计原理

图？

5.5 DCDC 转换器

组件的数值及

型号的建议是

否已考虑？

5.6 外露模垫是否

连接到 GND？

6 PIOs

下页继续...
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表 2. 原理图设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

6.1 是否检查了逻

辑级别与其他

组件的兼容

性？

6.2 最大电流是否

适合应用程

序？

7 ADC

7.1 ADC 特性适合

应用程序吗？

8 编程和调试

8.1 单片机上的

flash 编程连接

器是否连接到

正确的 I/O ?

8.2 是否添加了用

于调试的连接

器，以允许微

控制器进入编

程模式？

（RSTN 和
PIO5/ISP 引
脚）

8.3 重置引脚

RSTN 是否正

确连接？

8.4 在一个未使用

的 DIO 增加一

个测试点，以

便触发信号可

以从灵敏度测

量引脚输出

8.5 对于印刷和芯

片天线:射频线

的实现方式是

否可以方便地

修改 HW，以

便一方面进行

测量，另一方

面测量天线特

性?例如，一个

0 Ω 电阻可以

用于连接

JN5189 射频

下页继续...
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表 2. 原理图设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

端口到天线的

实际应用，并

可以添加一个

SMA 或 FL 连
接器的足迹进

行调试；SMA
或 Fl 连接器将

连接/断开

JN5189 RF 端
口或带有 0 Ω
电阻的天线。

8.6 如果使用

I2C，是否会拉

起 I2C 线？

9 外部存储器

9.1 如果使用了外

部闪存，是否

使用了正确类

型的内存以及

它是否正确地

连接到微控制

器？

9.2 是否检查了闪

存符号固定？

9 布局检查表

表 3. 布局设计检查表

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

1 总体

1.1 板层的数量已

经被清楚地讨

论过了吗？

1.2 布局与 NXP 参
考板核对过了

吗？（即

OM15069-2_J
N5189_ANTEN
NA_MODULE
）

1.3 是否遵循了

JN-RM-2078

下页继续...

NXP Semiconductors
 | 布局检查表 | 

JN5189 模块开发参考手册, 版本 1.4, 2019 年 11 月 26 日
用户指南 19 / 24



表 3. 布局设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

参考手册中的

HW 建议？

1.4 是否指定了正

确的 PCB 材

料？

2 RF IO

2.1 RF_IO 输入/输
出线尺寸是否

为 50 欧姆?线
宽必须根据板

厚和 PCB 材料

来计算。

2.2 RF 电线是否尽

可能的短（电

线就像天线一

样，所以缩短

它们有助于增

加电磁干扰的

免疫力）

2.3 RF 线路中是否

避免了通气

孔？

2.4 RFIO 匹配网络

的位置是否严

格从 NXP 参考

模块复制？

3 晶体参考振荡

器

3.1 32 MHz XTAL
是否被放置在

IC 附近？

3.2 在在晶体附近

有 GND VIA
吗？

4 供电电源

4.1 是否所有的

VDD 电容都尽

可能靠近电源

引脚和稳压器

输出？

4.2 当电源在多个

层上传输时，

下页继续...
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表 3. 布局设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

是否在电源线

上提供多个

VIA 做为通

路。

4.3 对于低电压应

用接近 2.0 V
的，请确保电

源轨道的尺

寸，以避免 IR
下降而误触发

断电。（IR 降
是由于电源电

流流入电源轨

道电阻而产生

的电压降）。

4.4 VDD 线路是否

已与潜在的干

扰隔离？

4.5 GND 平面在所

有信号附近是

否连续？

4.6 GND PAD 与

GND 的连接是

否正确？

4.7 在 GND PAD
上是否实现了

通孔？

5 EMC 和 Misc

5.1 如果使用超过

2 个层，是否

有一个层作为

连续的地平面

（GND 参考平

面）？

5.2 在电容器、手

指附近增加了

许多 via 吗？

5.3 去除小的 GND
区域和无法通

过 via 连接到

参考 GND 平面

的孤立手指。

下页继续...
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表 3. 布局设计检查表 （续上页）

检查序号 原理图设计检

查表

Y/N/NA 客户的意见和/或行动 检查通过 NXP 反馈

5.4 是否在丝屏罩

上添加了相关

信息？（组件

ref, logo，板

名…）

5.5 填充板时，所

有的丝屏罩印

刷的文字都是

可读的吗？

5.6 在有噪声或敏

感的组件下面

是否避免了走

线？

5.7 检查轨迹不必

要地切断电源

或地面。

5.8 JN5189 的内存

占用严格地与

NXP 参考相似

吗

5.9 如果使用超过

2 层，则在 RF
组件和天线下

面的内层必须

是净空的。

5.10 组件和 GND 之

间的每个连接

增加 VIA，并

有 VIA 连接到

GND 平面。

5.11 焊接/非焊接区

域是否被考虑?
在空白区域是

否有防焊层检

查?

5.12 如果出售的单

元是模块，是

否执行 CAN/
shield？
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10 缩写

表 4. 缩写

缩略词 描述

EMC 电磁兼容性

ETSI 欧洲电信标准协会

FCC 联邦通信委员会

PAN 个人局域网

PCB 印刷电路板

RF 射频

SPI-bus 串行外围接口总线

TQFN 薄四边形平面无引线

WPAN 无限个人局域网

11 参考文献

JN5189 Datasheet – IEEE802.15.4 Wireless Microcontroller

12 修订记录

版本号 发布日期 说明

1.4 2019 年 11 月 26 日 为 mass market release 更新

1.3 2019 年 1 月 24 日

• Design in checklist tab update

• DCDC R2 comment

• Solder resist area for extra test pin.

1.2 2018 年 6 月 6 日 排版更正

1.1 2018 年 3 月 7 日 增加 JN5189-001-M16 模块图片

1.0 2018 年 2 月 1 日 初次发布
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